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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(Si) Verdrahtungsverbindungsstruktur eines laminierten Kondensators und Entkopplungskondensators und 
Verdrahtungsplatine 

(57) Es wird eine Vorrichtung geliefert, um mit einem lami- 
nierten Kondensator zu bestucken, der hergestellt ist, um 
einen niedrigen ESL-Wert aufzuweisen, und die fur einen 
Entkopplungskondensator verwendet wird, der mit einer 
Leistungsversorgungsschaltung fur einen MPU-Chip, der 
eine MPU liefert, verbunden sein soil. Der laminierte Kon- 
densator ist innerhalb eines Hohlraums untergebracht, 
der an einer Verdrahtungsplatine vorgesehen ist. Der 
Kondensator umfafSt eine Mehrzahl von ersten auteeren 
Anschluftelektroden, die mit ersten inneren Elektroden 
uber eine Mehrzahl von ersten Durchfuhrungsleitern ver- 
bunden sind, und eine Mehrzahl von zweiten aufceren An- 
schlufeelektroden, die mit zweiten inneren Elektroden 
uber eine Mehrzahl von zweiten Durchfuhrungsleitern 
verbunden sind. Die ersten aufeeren Anschluftelektroden, 
die auf einer ersten Hauptoberflache des Kondensator- 
korpers vorgesehen sind, sind mit Durchkontaktierungs- 
lochleitern an der heiften Seite fur die Leistungsquelle in- 
nerhalb eines Substrats verbunden, wobei die zweiten au- 
feeren Anschlufeelektroden, die auf der ersten und der 
zweiten Hauptoberflache vorgesehen sind, mit Masse- 
durchkontaktierungslochleitern und einer Hauptplatine 
innerhalb des Substrats verbunden sind. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Verdrahtungsverbindungsstruktur eines laminierten Kondensators und 
einen Entkopplungskondensator und eine Verdrahtungsplatine. Die vorliegende Erfindung bezieht sich insbesondere auf 
5 einen laminierten Kondensator, der vorteilhafterweise bei einer Hochfrequenzschaltung angewendet wird, und eine Ver- 
drahtungsverbindungsstruktur eines Entkopplungskondensators, der unter Verwendung des laminierten Kondensators 
aufgebaut ist, und auf Verdrahtungsplatinen. 

Die meisten typischen herkommlichen laminierten Kondensatoren umfassen einen Kondensatorkdrper mit einer 
Mehrzahl von laminierten dielektrischen Schichten mit beispielsweise keramischen Dielektrika und mehreren Paaren ei- 

1 0 ner ersten und einer zweiten inneren Elektrode, die entlang der Laminierungsrichtung der dielektrischen Schichten in ge- 
geniiberliegender Beziehung zueinander abwechselnd angeordnet sind, um eine Mehrzahl von Kondensatoreinheiten zu 
definieren. Erste und zweite auBere AbschluBelektroden sind auf der ersten bzw. der zweiten Endoberflache des Konden- 
sators vorgesehen. Die ersten inneren Elektroden erstrecken sich an die erste Endoberflache des Kondensatorkorpers, wo 
die ersten inneren Elektroden mit den ersten auBeren AnschluBelektroden elektrisch verbunden sind. Die zweiten inneren 

15 Elektroden erstrecken sich ebenfalls an die zweite Endoberflache, wo die zweiten inneren Elektroden mit den zweiten au- 
Beren AnschluBelektroden elektrisch verbunden sind. 

Bei diesem laminierten Kondensator flieBt der elektrische Strom, der beispielsweise von der zweiten auBeren An- 
schluB elektrode zu der ersten auBeren AnschluBclcktrodc flieBt, von der zweiten auBeren An schluB elektrode zu der zwei- 
ten inneren Elektrode und gelangt von der zweiten inneren Elektrode durch die dielektrische Schicht zu der ersten inne- 

20 ren Elektrode, woraufhin derselbe durch die erste innere Elektrode zu der ersten auBeren Elektrode gelangt. 

Das Ersatzschaltbild eines Kondensators ist durch eine Schaltung dargestellt, bei der C, L und R in Reihe geschaltet 
sind, wobei C die Kapazitat des Kondensators, L eine Aquivalenzreiheninduktivitat (ESL; ESL = equivalent series in- 
ductance) und R einen Aquivalenzreihenwiderstandswert (ESR; ESR = equivalent series resistance), der hauptsachlich 
als der Widerstandswert R der Elektrode definiert ist, bezeichnet. 

25 Die Rcsonanzfrcqucnz (f 0 ) dieses Ersatzschaltbildcs wird durch cine Glcichung von f 0 = 1/[2k X (L X C) 1/2 ] dargestellt, 
was bedeutet, daB die Funktion als Kondensator bei einer hoheren Frequenz als die Resonanzfrequenz verloren geht. In 
anderen Worten ausgedriickt wird die Resonanzfrequenz (f 0 ) groB, wenn der Wert von L oder der Wert von ESL klein ist, 
um zu ermdglichen, daB der Kondensator bei hoheren Frequenzen verfiigbar ist. Obwohl Kupfer verwendet worden ist, 
um die innere Elektrode zu bilden, um den ESR- Wert zu reduzieren, ist ein Kondensator, der entworfen ist, um eindn 

30 niedrigen ESR- Wert aufzuweisen, erforderlich, um den Kondensator in Mikrowellenbereichen anzuwenden. 

Ein niedriger ESR- Wert ist ebenfalls erforderlich, damit der Kondensator als ein Entkopplungskondensator verwendet 
werden kann, der mit einer Leistungsversorgungsschaltung zum Zufuhren einer Elektrizitat zu einem MPU-Chip (einem 
bloBen Chip) einer Mikroverarbeitungseinheit (MPU) fur eine Workstation bzw. Arbeitsstation oder einen Person alcom- 
puter verbunden ist. 

35 Fig. 8 ist ein Blockdiagramm, das ein Beispiel einer Verdrahtungsverbindungsstruktur einer MPU 1 und einer Lei- 
stungsquelle 2, wie sie im vorhergehenden beschrieben wurde, darstellt. 

In Fig. 8 weist die MPU 1 einen MPU-Chip 3 und einen Speicher 4 auf. Die Leistungsquelle 2 ist vorgesehen, um eine 
Elektrizitat zu dem MPU-Chip 3 zuzufiihren, wobei ein Entkopplungskondensator 5 mit der Leistungsversorgungsver- 
bindung verbunden ist, die den MPU-Chip 3 und die Leistungsquelle 2 umfaBt. Eine Sign als chaltung ist in dem Bereich 

40 von dem MPU-Chip 3 zu dem Speicher 4 vorgesehen. 

Der Entkopplungskondensator 5, der in Verbindung mit der MPU 1 verwendet wird, wird ebenfalls zum Absorbieren 
von Rauschsignalen oder zum Glatten von Schwankungen der Leistungsquelle auf dieselbe Art und Weise verwendet, 
wie herkommliche Entkopplungskondensatoren verwendet werden. 

In ncucrcr Zcit ist jcdoch die Verwendung eines Entkopplungskondensators mit Bctricbsfrcqucnzcn von iibcr 

45 5 00 MHz und bis zu 1 GHz bei einem MPU-Chip 3 vorgesehen worden, was erforderlich ist, um eine Funktion als eine 
schnelle Leistungsversorgung (eine Funktion, um elektrische Leistung von der aufgeladenen Elektrizitat eines Konden- 
sators innerhalb eines Zeitintervalls von mehreren Nanosekunden zuzufiihren, wenn die Elektrizitat zum Hochfahren des 
Systems dringend notwendig ist) zu besitzen, wenn ein Hochgeschwindigkeitsbetrieb beziiglich des MPU-Chips 3 erfor- 
derlich ist. 

50 Die Leistungsquelle ist tatsachlich derart entw r orfen, daB dem MPU-Chip (mit einer Betriebstaktfrequenz von etwa 
500 MHz) mit einem Leistungsverbrauch von etwa 24 W oder einem elektrischen Strom von 12 A eine Gleichspan- 
nungsleistung von etwa 2,0 V zugefiihrt wird. Zum Reduzieren des Leistungsverbrauchs ist das System konfiguriert, um 
das System in einen Schlafmodus zu versetzen, wenn sich der MPU-Chip 1 in Alarmbereitschaft befindet, wodurch der 
Leistungsverbrauch auf 1 W oder weniger reduziert wird. Die elektrische Leistung, die zum Versetzen des Systems von 

55 dem Schlafmodus in den aktiven Modus erforderlich ist, sollte dem MPU-Chip 3 innerhalb eines Zeitintervalls der Be- 
triebstaktfrequenz zugefiihrt werden, oder die elektrische Leistung sollte der CPU innerhalb eines Zeitintervalls von etwa 
4 bis etwa 7 Nanosekunden bei einer Betriebsfrequenz von 500 MHz zum Versetzen des Systems von dem Schlafmodus 
zu dem aktiven Modus zugefiihrt werden. 

Da jedoch die Zufuhr der elektrischen Leistung von der Leistungsquelle 2 zu spat ist, ist der MPU-Chip 3 betrieben 

60 worden, indem die Elektrizitat, die in dem Entkopplungskondensator 5 aufgeladen ist, der in der Nahe des MPU-Chips 3 
plaziert ist, entladen wird, bevor die Elektrizitat von der Leistungsquelle 2 zugefiihrt wird. 

Dementsprechend ist es wiinschenswert gewesen, daB bei dem Entkopplungskondensator 5 fur die MPU 1 die Induk- 
tivitatskomponente so niedrig wie moglich ist, wodurch die Entwicklung eines Kondensators mit einem sehr niedrigen 
Induktivitatswert dringlich wird. 

65 Unter den Bedingungen, die im vorhergehenden beschrieben wurden, ist eine Verdrahtungsstruktur eines laminierten 
Kondensators, der in der Lage ist, den ESL- Wert zu verringern, in der japanischen ununtersuchten Patentanmeldung Nr. 
11-204372 vorgeschlagen worden. 

Der ESL-Wert wird hauptsachlich reduziert, indem sich magnetische Felder, die durch den elektrischen Strom, der in 
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dem laminierten Kondensator flieBt, induziert werden, ausgleichen. Folglich wird es dem elektrischen Strom ermoglicht, 
entlang verschiedener Richtungen in dem laminierten Kondensator zu flieBen, damit sich die magnetischen Felder aus- 
gleichen. Zum Diversifizieren bzw. zum Verschiedenartigmachen der Stromrichtungen wird die Anzahl der auBeren An- 
schluBelektroden, die auf der Oberflache des Kondensatorkorpers vorgesehen sind, erhoht, und es wird die Anzahl von 
auBen freiliegenden AnschluBstreifen der inneren Elektroden, die mit den auBeren AnschluBelektroden elektrisch ver- 5 
bunden werden sollen, erhoht, wobei nebenbei die FluBweglange des Stroms, der durch die inneren Elektroden flieBt, 
verkiirzt wird. 

Fig. 9 stellt einen laminierten Kondensator 11, der in der im vorhergehenden erwahnten japanischen ununtersuchten 
Patentanmeldung Nr. 11-204372 offenbart ist, zusammen mit einer Darstellung der Querschnittstruktur einer MPU 12, 
die den laminierten Kondensator 11 als einen Entkopplungskondensator verwendet, dar. 10 

Bezugnehmend auf Fig. 9 ist der laminierte Kondensator 11 mit einem Kondensatorkorper 14 mit einer Mehrzahl von 
laminierten dielektrischen Schichten 13 versehen. Innerhalb des Kondensatorkorpers 14 ist zumindest ein Paar einer er- 
sten und einer zweiten inneren Elektrode 15 und 16 vorgesehen, die einander gegenuberliegend angeordnet sind, wobei 
spezifizierte Schichten der dielektrischen Schicht 13 zwischen denselben angeordnet sind. 

Sowohl erste und zweite auBere Elektroden 18 und 19 sind auf der ersten Hauptoberflache 17 des Kondensatorkorpers 15 
14 vorgesehen und erstrecken sich im wesentlichen parallel zu den inneren Elektroden 15 und 16. Auf einer zweiten 
Hauptoberflache 20, die der ersten Hauptoberflache 17 gegeniiber liegt, ist uberhaupt keine auBere AnschluBelektrode 
vorgesehen. 

Erste Durchfuhrungsleiter 21, die spezifizierte Schichten der dielektrischen Schichten 13 durchdringen, um einen 
elektrischen Durchgang bzw. eine elektrische Kontinuitat zwischen den ersten inneren Elektroden 15 und den ersten au- 20 
Beren AnschluBelektroden 18 zu liefern, wahrend die Elektroden von der zweiten inneren Elektrode 16 elektrisch isoliert 
sind, und zweite Durchfuhrungsleiter 22, die spezifizierte Schichten der dielektrischen Schichten 13 durchdringen, um 
einen elektrischen Durchgang zwischen den zweiten inneren Elektroden 16 und den zweiten auBeren AnschluBelektro- 
den 19 zu liefern, wahrend die Elektroden von den ersten inneren Elektroden 15 isoliert sind, sind innerhalb des Konden- 
satorkorpers 14 vorgesehen. 25 

Es ist eine Mehrzahl von ersten und zweiten Dure hfiihrungs lei tern 21 und 22 vorgesehen, wobei ferner entsprechend 
den Positionen der jeweiligen ersten und zweiten Durchfuhrungsleiter 21 und 22 eine Mehrzahl von ersten und zweiten 
auBeren AnschluBelektroden 18 und 19 vorgesehen ist. 

GemaB dem laminierten Kondensator 11, der im vorhergehenden beschrieben wurde, gleichen sich magnetische Fel- 
der, die durch den elektrischen Strom, der durch die inneren Elektroden 15 und 16 flieBt, induziert werden, einander aus, 30 
um den ESL-Wert zu verringern, da die Richtungen des elektrischen Stroms, der durch die inneren Elektroden 15 und 16 
flieBt, zusatzlich dazu, daB der FluBweg verkiirzt wird, verse hiedenartig gemacht werden. 

Die MPU 12 umfaBt andererseits eine Mehrschichtverdrahtungsplatine 24 mit einem Hohlraum 23 auf der unteren 
Oberflache derselben. Ein MPU-Chip 25 ist auf der Oberflache der Verdrahtungsplatine 24 angebracht. Der laminierte 
Kondensator 11, der einen Entkopplungskondensator definiert, ist innerhalb des Hohlraurns 23 der Verdrahtungsplatine 35 
24 untergebracht. Die Verdrahtungsplatine 24 ist auf der Oberflache einer Hauptplatine 26 angebracht. 

Wie es in der Zeichnung dargestellt ist, sind Verdrahtungsleiter, die fur die MPU 12 erforderlich sind, innerhalb und 
auf der Oberflache der Verdrahtungsplatine 24 angeordnet, wobei durch diese Verdrahtungsleiter eine elektrische Schal- 
tung vervollstandigt wird, wie sie in Fig. 8 gezeigt ist. 

Ein representatives Beispiel umfaBt heiBseitige Elektroden 27 fiir eine Leistungsquelle und Masseelektroden 28, die 40 
innerhalb der Verdrahtungsplatine 24 angeordnet sind. 

Die heiBseitige Leistungselektrode 27 ist mit der ersten auBeren AnschluBelektrode 18 des laminierten Kondensators 
11 durch einen Durchkontaktierungslochleiter 29 an der heiBen Seite fiir die Leistungsquelle elektrisch verbunden, ist 
mit einem spczifizicrtcn AnschluB 31 des MPU-Chips 25 durch einen Durchkontaktierungslochleiter 30 an der heiBen 
Seite der Leistungsquelle elektrisch verbunden, und ist mit einem heiBseitigen leitfahigen AnschluB bereich 33, der vor- 45 
gesehen ist, um sich in elektrischer Verbindung mit der Hauptplatine 26 zu befinden, durch einen Durchkontaktierungs- 
lochleiter 32 an der heiBen Seite fiir die Leistungsquelle elektrisch verbunden. 

Die Masseelektrode 28 ist mit der zweiten auBeren AnschluBelektrode 19 des laminierten Kondensators 11 durch ei- 
nen Durchkontaktierungslochleiter 34 zur Erdung elektrisch verbunden, ist mit einem spezifizierten AnschluB 36 des 
MPU-Chips 27 durch einen Durchkontaktierungslochleiter 35 zur Erdung elektrisch verbunden, und ist mit einem leitfa- 50 
higen AnschluBbereich 38 zur Erdung, der vorgesehen ist, um mit der Hauptplatine 26 verbunden zu sein, durch einen 
Durchkontaktierungslochleiter 37 zur Erdung elektrisch verbunden. 

Die Darstellung des Speichers, der dem Speicher 4, der in Fig. 8 gezeigt ist, entspricht, ist in Fig. 9 weggelassen wor- 
den. 

Bei dem laminierten Kondensator 11, sind sowohl die erste als auch die zweite auBere AnschluBelektrode 18 und 19, 55 
wie es in Fig. 9 gezeigt ist, auf der Hauptoberflache 17 des Kondensatorkorpers 14 positioniert. Falls beispielsweise der 
Verdrahtungsleiter ein Massepotential besitzt, ist die zweite auBere AnschluBelektrode 19 des Kondensators 11 mit dem 
leitfahigen AnschluBbereich 38 zur Erdung verbunden, nachdem das Durchkontaktierungsloch 34 fur eine Erdung, der 
Durchkontaktierungslochleiter 34 fur eine Erdung, die Masseelektrode 28 und der Durchkontaktierungslochleiter 37 fiir 
eine Erdung in der Verdrahtungsplatine 24 durchlaufen sind. 60 

Dementsprechend stellt sich heraus, daB die Lange der masseseitigen Leitung, die durch die Langen der Durchkontak- 
tierungslochleiter 34 und 37 fiir eine Erdung und die Lange der Masseelektrode 28 bestimmt ist, relativ langer ist, um die 
Induktivitatskomponente, die um die masseseitige Leitung erzeugt wird, zu erhohen. Als ein Ergebnis wird die Wirkung 
des Verwendens des laminierten Kondensators 11, der entworfen ist, um einen niedrigen ESL-Wert aufzuweisen, beein- 
trachtigt und reduziert. Die relativ langere masseseitige Leitung bewirkt ferner eine Zunahme der Impedanz. 65 

Die Zunahme der Lange der masseseitigen Leitung, wie es im vorhergehenden beschrieben wurde, bewirkt ferner, daB 
die Verdrahtung bei der Verdrahtungsplatine 24 sehr kompliziert wird. 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, einen laminierten Kondensator, eine Verdrahtungsverbin- 
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dungsstruktur und eine Verdrahtungsplatinenbaugruppenvorrichtung zu schaffen, so daB die Verdrahtung unaufwendiger 
wird. 

Diese Aufgabe wird durch einen laminierten Kondensator gemaB Anspruch 1, eine Verdrahtungsverbindungsstruktur 
gemaB Anspruch 11 und eine Verdralitungsplatinenbaugruppenvorrichtung gemaB Anspruch 22 gelost. 
5 Um die Probleme, die im vorhergehenden beschrieben wurden, zu iiberwinden, liefern bevorzugte Ausfiihrungsbei- 
spiele der vorliegenden Erfindung einen laminierten Kondensator, der die im vorhergehenden beschriebenen Probleme 
lost, indem eine Verdrahtungsverbindungsstruktur eines Entkopplungskondensators, der unter Verwendung des laminier- 
ten Kondensators aufgebaut ist, und eine Verdrahtungsplatine bereitgestellt wird. 

Der laminierte Kondensator gemaB bevorzugten Ausfiihrungsbeispielen der vorliegenden Erfindung umfaBt vorzugs- 
10 weise einen Kondensatorkorper mit einem laminierten Korper mit einer Mehrzahl von dielektrischen Schichten. 

Innerhalb des Kondensatorkorpers ist zumindest ein Paar einer ersten und einer zweiten inneren Elektrode vorgesehen, 
die einander gegeniiberliegend angeordnet sind, wobei eine der dielektrischen Schichten zwischen denselben angeordnet 
ist. 

Eine Mehrzahl von ersten Durchfuhrungsleitern, die spezifizierte Schichten der dielektrischen Schichten durchdrin- 
15 gen, wahrend dieselben von der zweiten inneren Elektrode isoliert sind und sich in elektrischer Verbindung mit der ersten 
inneren Elektrode befinden, und eine Mehrzahl von zweiten Durchfuhrungsleitern, die den Kondensatorkorper durch- 
dringen, wahrend dieselben von der ersten inneren Elektrode elektrisch isoliert sind und sich in elektrischer Verbindung 
mit der zweiten inneren Elektrode befinden, sind in dcm Kondensatorkorper vorgesehen. Diese ersten und zweiten 
Durchfuhrungsleiter sind derart angeordnet, daB sich magnetische Felder, die durch den elektrischen Strom, der durch 
20 die inneren Elektroden flieBt, induziert werden, gegenseitig aufheben. 

Der laminierte Kondensator gemaB bevorzugten Ausfiihrungsbeispielen der vorliegenden Erfindung umfaBt vorzugs- 
weise ferner eine Mehrzahl von ersten auBeren AnschluBelektroden, die vorgesehen sind, um den jeweiligen ersten 
Durchfuhrungsleitern zu entsprechen, wahrend dieselben mit den jeweiligen mehreren ersten Durchfuhrungsleitern elek- 
trisch verbunden sind, und eine Mehrzahl von zweiten auBeren AnschluBelektroden, die vorgesehen sind, um den jewei- 
25 ligcn zweiten Durchfuhrungsleitern zu entsprechen, wahrend dieselben mit den jeweiligen mehreren zweiten Durchfuh- 
rungsleitern verbunden sind. 

Die ersten auBeren AnschluBelektroden sind zumindest auf der ersten Hauptoberflache des Kondensatorkorpers posi- 
tioniert, die sich im wesentlichen parallel zu den inneren Elektroden erstreckt, wobei die zweiten auBeren AnschluBelek- 
troden auf sowohl der ersten Hauptoberflache als auch in einer gegeniiberliegenden Beziehung zu der ersten Hauptober- 

30 flache auf der zweiten Hauptoberflache positioniert sind. 

Bei dem laminierten Kondensator gemaB bevorzugten Ausfiihrungsbeispielen der vorliegenden Erfindung konnen die 
ersten auBeren AnschluBelektroden sowie die zweiten auBeren AnschluBelektroden auf sowohl der ersten Hauptoberfla- 
che als auch der zweiten Hauptoberflache positioniert sein. 

Kurz ausgedriickt umfaBt der laminierten Kondensator gemaB bevorzugten Ausfiihrungsbeispielen der vorliegenden 

35 Erfindung eine Mehrzahl von ersten auBeren AnschluBelektroden, die angeordnet sind, um jeweiligen mehreren ersten 
Durchfuhrungsleitern zu entsprechen, die mit den ersten inneren Elektroden verbunden sind, und eine Mehrzahl von 
zweiten auBeren AnschluBelektroden, die angeordnet sind, um jeweiligen mehreren zweiten Durchfuhrungsleitern zu 
entsprechen, die mit den zweiten inneren Elektroden verbunden sind, wobei die ersten auBeren AnschluBelektroden auf 
zumindest der ersten Hauptoberflache des Kondensatorkorpers vorgesehen sind, wahrend die zweiten auBeren AnschluB- 

40 elektroden sowohl auf der ersten als auch auf der zweiten Hauptoberflache vorgesehen sind. 

Die zweiten Durchfuhrungsleiter sind mit den zweiten auBeren AnschluBelektroden, die auf sowohl der ersten als auch 
der zweiten Hauptoberflache positioniert sind, elektrisch verbunden, wobei die ersten Durchfuhrungsleiter mit den ersten 
auBeren AnschluBelektroden elektrisch verbunden sind, wenn die ersten auBeren AnschluBelektroden auf sowohl der er- 
sten als auch der zweiten Hauptoberflache positioniert sind. Die Durchfuhrungsleiter, die durchdringen bzw. vcrlaufcn, 

45 um sowohl die erste als auch die zweite Hauptoberflache zu erreichen, wie es im vorhergehenden beschrieben wurde, 
weisen vorzugs weise eine Querschnittflache von etwa 2 X 10~ 3 mm 2 oder mehr auf, und weisen insbesondere vorzugs- 
weise eine Querschnittflache von etwa 7 x 10" 3 mm 2 oder mehr und dariiber hinaus bevorzugt eine Querschnittflache von 
etwa 1,5 x 10~ 2 mm 2 oder mehr auf. 

Es ist vorzuziehen, daB Lotmittelhocker auf den ersten und zweiten auBeren AnschluBelektroden gebildet sind. 

50 Andere bevorzugte Ausfiihrungsbeispiele der vorliegenden Erfindung sind auf die Verdrahtungsverbindungsstruktur 
des Entkopplungskondensators gerichtet, der mit einer Leistungsversorgungsschaltung fiir den MPU-Chip, der in der 
Mikroverarbeitungseinheit vorgesehen ist, verbunden sein soli. Bei dieser Verdrahtungsverbindungsstruktur weist der 
Entkopplungskondensator vorzugsweise einen Kondensatorkorper mit einer ersten und einer zweiten Hauptoberflache, 
die einander gegeniiber liegen, und Durchfuhrungsleiter, die innerhalb des Kondensatorkorpers von der ersten zu der 

55 zweiten Hauptoberflache verlaufen bzw. durchdringen, auf. Leistungsversorgungsleitungen und/oder Signalleitungen, 
die mit dem MPU-Chip verbunden sein sollen, sind fiber die Durchfuhrungsleiter zu einer Hauptplatine geerdet. 

Der laminierte Kondensator gemaB bevorzugten Ausfiihrungsbeispielen der vorliegenden Erfindung kann vorteilhaf- 
terweise als der Entkopplungskondensator bei der Verdrahtungsverbindungsstruktur des Entkopplungskondensators, wie 
sie im vorhergehenden beschrieben wurde, verwendet werden. Bei der Verdrahtungsverbindungsstruktur ist es vorzuzie- 

60 hen, daB die heiBe Seite der Leistungsversorgungsschaltung mit der ersten auBeren AnschluBelektrode des laminierten 
Kondensators verbunden ist. Die einmalige Verdrahtungsverbindungsstruktur, die im vorhergehenden beschrieben 
wurde, ermoglicht, daB die Masseseite der Leistungsversorgungsschaltung fiber die zweite auBere AnschluBelektrode 
und den zweiten Durchfuhrungsleiter beispielsweise mit dem masseseitigen leitfahigen AnschluBbereich auf der Haupt- 
platine elektrisch verbunden werden kann. Wenn die ersten auBeren AnschluBelektroden sowohl auf der ersten Haupt- 

65 oberflache als auch auf der zweiten Hauptoberflache positioniert sind, wird die heiBe Seite der Leistungsversorgungs- 
schaltung beispielsweise mit dem heiBseitigen leitfahigen AnschluBbereich auf der Hauptplatine elektrisch verbunden. 

Bevorzugte Ausfiihrungsbeispiele der vorliegenden Erfindung sind ferner auf eine Verdrahtungsplatine gerichtet, auf 
der ein MPU-Chip, der in der Mikroverarbeitungseinheit vorgesehen ist, angebracht ist. Die Verdrahtungsplatine umfaBt 
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einen Verdrahtungsleiter an der heiBen Seite der Leistungsquelle zum Zufiihren einer Elektrizitat zu dem MPU-Chip und 
einen masseseitigen Verdrahtungsleiter. Diese Verdrahtungsplatine ist mit dem laminierten Kondensator gemaB bevor- 
zugten Ausfuhrungsbeispielen der vorliegenden Erflndung, der im vorhergehenden beschrieben wurde, derart bestuckt, 
daB die erste Hauptoberflache zu der Verdrahtungsplatinen seite gerichtet ist, und die zweite Hauptoberflache zu dem Au- 
Beren der Baugruppe gerichtet ist. Bei der Bestuckungsgruppe bzw. Baugruppe ist die erste auBere AnschluBelektrode an 5 
der ersten Hauptoberflachenseite mit dem Verdrahtungsleiter an der heiBen Seite der Leistungsquelle verbunden, wah- 
rend die zweite auBere AnschluBelektrode an der ersten Hauptoberflachenseite mit dem masseseitigen Verdrahtungsleiter 
elektrisch verbunden ist. 

Wenn laminierte Kondensatoren, die auf sowohl der ersten Hauptoberflache als auch der zweiten Hauptoberflache po- 
sitioniert sind, bei der Verdrahtungsplatine, die im vorhergehenden beschrieben wurde, verwendet werden, wird beim 10 
Bestiicken mit dem laminierten Kondensator die erste auBere AnschluBelektrode an der ersten Hauptoberflachenseite mit 
der Verdrahtungsplatine an der heiBen Seite der Leistungsquelle elektrisch verbunden, wobei die zweite auBere An- 
schluBelektrode an der ersten Hauptoberflachenseite mit dem masseseitigen Verdrahtungsleiter elektrisch verbunden 
wird, wahrend Elektrizitat von der ersten auBeren AnschluBelektrode an der zweiten Hauptoberflachenseite zugefiihrt 
wird. 15 

Bei bevorzugten Ausfuhrungsbeispielen der vorliegenden Erflndung, die auf die im vorhergehenden beschriebene Ver- 
drahtungsplatine gerichtet sind, ist der MPU-Chip vorzugsweise auf dem ersten Substrat der Verdrahtungsplatine ange- 
bracht, wobei cin Hohlraum, der cine OfTnung aufwcist, die cntlang der zweiten Substratoberflache positionicrt ist, die 
sich in einer gegeniiberliegenden Beziehung zu der ersten Substratoberflache beflndet, an der Verdrahtungsplatine vor- 
gesehen ist. Der laminierte Kondensator ist in dem Hohlraum untergebracht, wobei seine zweite Hauptoberflache zu der 20 
Offnung des Hohlraums hin angeordnet ist, und wobei zusatzlich die zweite Hauptoberflache auf demselben Niveau wie 
die zweite Substratoberflache positioniert ist. 

Bei der Verdrahtungsplatine gemaB bevorzugten Ausfuhrungsbeispielen der vorliegenden Erflndung konnen die meh- 
reren Anschliisse, die an dem MPU-Chip vorgesehen sind, angeordnet sein, um denselben Ab stand wie derjenige der An- 
ordnung der ersten und zweiten auBeren AnschluBclcktrodcn des laminierten Kondcnsators aufzuwciscn. 25 

Zu Veranschaulichungszwecken der Erflndung sind in den Zeichnungen mehrere Formen gezeigt, die zur Zeit bevor- 
zugt sind, wobei jedoch darauf hingewiesen wird, daB die Erflndung nicht auf die gezeigten prazisen Anordnungen und 
Mittel begrenzt ist. 

Bevorzugte Ausfiihrungsbeispiele der vorliegenden Erflndung werden nachfolgend bezugnehmend auf die beiliegen- 
den Zeichnungen naher erlautert. Es zeigen: 30 

Fig. 1 eine Draufsicht der inneren Struktur des laminierten Kondensators gemaB einem bevorzugten Ausfiihrungsbei- 
spiel der vorliegenden Erflndung, die einen Querschnitt entlang der ersten inneren Elektrode zeigt; 

Fig. 2 eine Draufsicht der inneren Struktur des in Fig. 1 gezeigten laminierten Kondensators, die einen Querschnitt 
entlang der zweiten inneren Elektrode zeigt; 

Fig. 3 eine Querschnitt des in Fig. 1 und 2 gezeigten laminierten Kondensators entlang der Linie III-III; 35 

Fig. 4 einen Querschnitt, der ein Beispiel der Struktur der MPU darstellt, bei dem der in Fig. 1 bis 3 gezeigte lami- 
nierte Kondensator fur den Entkopplungskondensator verwendet wird; 

Fig. 5 den laminierten Kondensator gemaB einem weiteren bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfln- 
dung entsprechend Fig. 3 ; 

Fig. 6 einen Querschnitt, der ein Beispiel der Struktur der MPU darstellt, bei dem der in Fig. 5 gezeigte laminierte 40 
Kondensator fur den Entkopplungskondensator verwendet wird; 

Fig. 7 einen Querschnitt, der ein Beispiel der Struktur der MPU darstellt, bei dem der laminierte Kondensator gemaB 
einem unterschiedlichen bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erflndung fiir den Entkopplungskondensa- 
tor verwendet wird; 

Fig. 8 ein Blockdiagramm, das die Verdrahtungsverbindungs struktur hinsichtlich der MPU und der Leistungsquelle 45 
veranschaulicht, die fiir bevorzugte Ausfiihrungsbeispiele der vorliegenden Erflndung relevant sind; und 

Fig. 9 eine Zeichnung, die Fig. 4 entspricht und ein Querschnitt ist, der ein Beispiel der Struktur der MPU darstellt, bei 
dem der herkommliche laminierte Kondensator fiir den Entkopplungskondensator verwendet wird. 

Fig. 1 bis 3 stellen einen laminierten Kondensator 41 gemaB einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegen- 
den Erflndung dar. Fig. 1 und 2 sind Draufsichten des laminierten Kondensators 41, die die innere Struktur des laminier- 50 
ten Kondensators 41 mit voneinander unterschiedlichen Querschnitten zeigen. Fig. 3 zeigt einen Querschnitt entlang der 
Linie III-III, die in Fig. 1 oder 2 gezeigt ist. 

Der laminierte Kondensator 41 weist vorzugsweise einen Kondensatorkorper 43 mit einem laminierten Korper einer 
Mehrzahl von dielektrischen Schichten 42 auf. Die dielektrischen Schichten 42 sind vorzugsweise aus beispielsweise ke- 
ramischen Dielektrika oder einem anderen geeigneten Material hergestellt. 55 

Innerhalb des Kondensator korper s 43 ist zumindest ein Paar einer ersten und einer zweiten inneren Elektrode 44 und 
45 vorgesehen, die einander gegeniiber liegen, wobei eine der dielektrischen Schichten 42 zwischen denselben angeord- 
net ist. Bei diesem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel sind mehrere Paare einer ersten und einer zweiten inneren Elek- 
trode 44 und 45 vorgesehen. 

Eine Mehrzahl von ersten Durchfuhrungsleitern 46, die speziflzierte Schichten der dielektrischen Schichten durch- 60 
dringen, sind innerhalb des Kondensatorkorpers 43 vorgesehen, wahrend die Leiter von der zweiten inneren Elektrode 45 
elektrisch isoliert und mit den ersten inneren Elektroden 44 elektrisch verbunden sind. Eine Mehrzahl von zweiten 
Durchfuhrungsleitern 47, die den Kondensatorkorper 43 durchdringen, ist ebenfalls vorgesehen, wahrend die Leiter von 
den ersten inneren Elektroden 44 elektrisch isoliert und mit den zweiten inneren Elektroden 45 elektrisch verbunden 
sind. 65 

Eine Mehrzahl von ersten auBeren AnschluB elektroden 49, die jeweiligen ersten Durchfuhrungsleitern 46 entsprechen, 
ist auf einer ersten Hauptoberflache 48 des Kondensatorkorpers 43 vorgesehen, um sich im wesentlichen parallel zu den 
inneren Elektroden 44 und 45 zu erstrecken, wahrend die Elektroden mit den jeweiligen mehreren Durchfuhrungsleitern 
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46 elektrisch verbunden sind. 

Eine Mehrzahl von zweiten auBeren AnschluBelektroden 51a, die den jeweiligen zweiten Durchfuhrungsleitern 47 
entsprechen, ist auf der ersten Hauptoberflache 48 des Kondensatorkorpers 43 vorgesehen, wahrend die Elektroden mit 
den jeweiligen zweiten Durchfuhrungsleitern 47 elektrisch verbunden sind. Eine Mehrzahl von zweiten auBeren An- 
5 schluBelektroden 51b, die den jeweiligen zweiten Durchfuhrungsleitern 47 entsprechen, ist in einer gegeniiberliegenden 
Beziehung zu der ersten Hauptoberflache 48 ferner auf einer zweiten Hauptoberflache 50 vorgesehen, wahrend die Elek- 
troden mit den jeweiligen zweiten Durchfuhrungsleitern 47 elektrisch verbunden sind. 

Bei diesem bevorzugten Ausfiihrungsbei spiel sind mehrere erste und zweite innere Elektroden 44 und 45 derart ange- 
ordnet, daB die elektrostatische Kapazitat, die zwischen den inneren Elektroden 44 und 45 erzeugt wird, durch die ersten 
1 0 und zweiten Durchfiihrungsleiter 46 und 47 parallel geschaltet wird, wobei die elektrostatische Kapazitat, die parallel ge- 
schaltet ist, wie es im vorhergehenden beschrieben wurde, zwischen der ersten auBeren Elektrode 49 und den zweiten au- 
Beren Elektroden 51a und 51b herausgefiihrt wird. 

Die ersten Durchfiihrungsleiter 46 und die zweiten Durchfiihrungsleiter 47 sind angeordnet, damit sich die magne- 
tischen Felder, die durch den elektrischen Strom, der durch die inneren Elektroden 44 und 45 flieBt, induziert werden, ge- 
ts genseitig aufheben. In anderen Worten ausgedriickt sind bei diesem bevorzugten Ausfiihrungsbei spiel die ersten und 
zweiten inneren Elektroden 46 und 47 benachbart zueinander angeordnet, um zusatzlich zu dem Verkiirzen der Strom- 
fluBlange die Richtung des elektrischen Stroms, der durch die inneren Elektroden 44 und 45 flieBt, verschiedenartig zu 
machcn. Als cin Ergcbnis wird der ESL-Wcrt schr vcrringcrt. 

Bei diesem bevorzugten Ausfiihrungsbeispiel sind vorzugsweise auf den ersten auBeren Elektroden 49 und den zwei- 
20 ten auBeren Elektroden 51a und 51b leitfahige AnschluBflachen 52 und 53 und Lotmittelhocker 54 und 55 vorgesehen. 

Die leitfahigen AnschluBflachen 52 und 53 sind vorzugsweise aus beispielsweise einem Cr/Ni/Cu-Aufbringungsfilm 
hergestellt, wahrend die inneren Elektroden 44 und 45 und die Durchftihrungsleiter 46 und 47 vorzugsweise durch bei- 
spielsweise Brennen der leitfahigen Paste, die Ni enthalt, hergestellt sind. 

Fig. 4 ist eine Zeichnung, die der Fig. 9 entspricht und eine MPU 61 darstellt, bei der ein laminierter Kondensator 41, 
25 wie cr in den vorhergehenden bevorzugten Ausfiihrungsbcispiclcn beschrieben wurde, als cin Entkopplungskondcnsator 
verwendet wird. 

In Fig. 4 weist die MPU 61 eine Verdrahtungsplatine 62 auf, wobei ein MPU-Chip (ein bloBer Chip) 64 auf der Ober- 
flache eines ersten Substrats 63 an der oberen Seite der Verdrahtungsplatine 62 angebracht ist. 

Ein Hohlraum 66 ist an der Seite einer zweiten Substratoberflache 65 vorgesehen, die an einer unteren Oberflachen- 
30 seite der Verdrahtungsplatine 62 positioniert ist. Der Hohlraum 66 ermoglicht, daB die Offnung entlang der zweiten Sub- 
stratoberflache 65 positioniert ist. 

Der laminierte Kondensator 41, der im vorhergehenden beschrieben wurde, ist innerhalb des Hohlraums 66 unterge- 
bracht, wahrend eine zweite Hauptoberflache 50 des Kondensatorkorpers 43 zu der Offnung des Hohlraums 66 gerichtet 
ist. Die zweite Hauptoberflache 50 des Kondensatorkorpers 43 ist auf dem selben Niveau wie die zweite Substratober- 
35 flache 65 der Verdrahtungsplatine 62 positioniert. 

Die Verdrahtungsplatine 62, wie sie im vorhergehenden beschrieben wurde, ist auf der Oberflache einer Hauptplatine 
67 angebracht. 

Verdrahtungsleiter, die fur die MPU 61 erforderlich sind, sind auf der Oberflache und innerhalb der Verdrahtungspla- 
tine 62 vorgesehen, wie es in der Zeichnung dargestellt ist, wobei durch diese Verdrahtungsleiter eine elektrische Schal- 
40 tung vervollstandigt wird. 

Bei einem reprasentativen Beispiel sind eine heiBseitige Elektrode 68 fur die Leistungsquelle und eine Masseelektrode 
69 innerhalb der Verdrahtungsplatine 62 vorgesehen. 

Die heiBseitige Elektrode 68 fur die Leistungsquelle ist mit der ersten auBeren AnschluBelektrode 49 des laminierten 
Kondcnsators 41 durch cincn Durchkontakticrungslochlcitcr 70 an der heiBen Seite fur die Leistungsquelle elektrisch 
45 verbunden, ist mit einem spezifizierten AnschluB 72 des MPU-Chips 64 durch ein Durchkontaktierungsloch 61 an der 
heiBen Seite fur die Leistungsquelle elektrisch verbunden, und ist dariiber hinaus mit einem heiBseitigen leitfahigen An- 
schluBbereich 74, der mit der Hauptplatine 67 verbunden sein soil, durch einen Durchkontaktierungslochleiter an der hei- 
Ben Seite fiir die Leistungsquelle elektrisch verbunden. 

Obwohl die heiBseitige Verdrahtungsverbindungsstruktur in Fig. 4 nicht detailliert dargestellt ist, wird fiir elektrische 
50 Verbindungen zwischen dem Durchkontaktierungslochleiter 70 an der heiBen Seite fiir die Leistungsquelle und der er- 
sten auBeren AnschluBelektrode 49 und zwischen dem Durchkontaktierungslochleiter 71 an der heiBen Seite fiir die Lei- 
stungsquelle und dem AnschluB 72 eine Verdrahtungsverbindungsstruktur iiber den Hocker angewendet, wobei auf dem 
heiBseitigen leitfahigen AnschluBbereich 74 vorzugsweise Lotmittelhocker vorgesehen sind. 

Die Masseelektrode 69 ist mit der auBeren AnschluBelektrode 51a an der Seite der ersten Hauptoberflache 48 des la- 
55 minierten Kondensators 41 durch den Masse- bzw. Erdungs-Durchkontaktiemngslochleiter 75 elektrisch verbunden, und 
ist mit einem spezifizierten AnschluB 77 des MPU-Chips 64 durch den Massedurchkontaktierungslochleiter 76 elektrisch 
verbunden. Bei dem laminierten Kondensator 41 ist die zweite auBere AnschluBelektrode 51a an der Seite der ersten 
Hauptoberflache 48 mit der zweiten auBeren AnschluBelektrode 51b an der Seite der zweiten Hauptoberflache 50 iiber 
den zweiten Durchfiihrungsleiter 47 elektrisch verbunden, wobei die zweite auBere AnschluBelektrode 51b zu dem mas- 
60 seseitigen leitfahigen AnschluBbereich auf der Hauptplatine 67 geerdet ist, wodurch folglich die Masseelektrode 69 ge- 
erdet ist. 

Obwohl die Verdrahtungsverbindungsstrukturen bei der Masseseite in Fig. 4 nicht detailliert dargestellt sind, erzielt 
eine elektrische Verbindung iiber die Hocker eine elektrische Verbindung zwischen dem Massedurchkontaktierungsloch- 
leiter 75 und der zweiten auBeren AnschluBelektrode 51a und die elektrische Verbindung zwischen dem Massedurchkon- 
65 taktierungslochleiter 76 und dem AnschluB 77. Der Lotmittelhocker 55 (siehe Fig. 3) ist vorzugsweise, wie es im vor- 
hergehenden beschrieben wurde, auf der zweiten auBeren AnschluBelektrode 51b angeordnet. 

GemaB den bevorzugten Ausfiihrungsbei spielen, die im vorhergehenden beschrieben wurden, wird die Verdrahtung 
bei der Verdrahtungsplatine 62 sehr vereinfacht, da Elemente, die jeweiligen Durchkontaktierungslochleitern 37 fiir eine 
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Erdung und den masseseitigen leitfahigen AnschluBbereichen 38 entsprechen, weggelassen werden. Zusatzlich ist die 
Lange der masseseitigen Leitungen relativ verkiirzt, da die Erdung zu der Masseelektrode 68 uber den zweiten Durch- 
fuhrungsleiter 47 innerhalb des Kondensators 41 durchgefiihrt wird. Folglich werden Induktivitatskomponenten und Im- 
pedanzkoniponenten reduziert, urn zu ermoglichen, daB das System mit einer hohen Frequenz betrieben wird. 

Bezugnehmend auf den laminierten Kondensator 41 bei diesem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel konnen die Strom- 5 
fluBrichtungen in dem Querschnitt, der in Fig. 3 gezeigt ist, zwischen dem ersten Durchfuhrungsleiter 46 und dem 
Durchfuhrungsleiter 47 in dem Entladezustand nach dem Aufladen umgekehrt werden. Folglich gleichen sich magne- 
tische Felder gegenseitig aus, um folglich den ESL-Wert sehr zu verringern. 

Eine Darstellung eines Speichers, der dem Speicher 4 in Fig. 8 entspricht, ist in Fig. 4 weggelassen. 

Fig. 5 ist. eine Zeichnung, die der Fig. 3 entspricht, und zeigt einen laminierten Kondensator 41a gemaB einem weite- 1 0 
ren bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Den Elementen in Fig. 5, die denjenigen, die in Fig. 3 
gezeigt sind, entsprechen, wurden die gleichen Bezugszeichen gegeben, wobei wiederholte Erklarungen derselben weg- 
gelassen werden. 

Der laminierte Kondensator 41a, der in Fig. 5 gezeigt ist, weist die zweiten auBeren AnschluBelektroden 51a und 51b 
auf, wobei die ersten auBeren AnschluBelektroden 49a und 49b auf sowohl der ersten Hauptoberflache 48 als auch der 15 
zweiten Hauptoberflache 50 des Kondensatorkorpers 43 positioniert sind. In anderen Worten ausgedriickt sind die ersten 
auBeren AnschluBelektroden 49a auf der ersten Hauptoberflache 48 positioniert, wahrend die ersten auBeren AnschluB- 
elektroden 49b auf der zweiten Hauptoberflache 50 angcordnct sind. 

GemaB diesem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel konnen die StromfluBrichtungen in dem Querschnitt, der in Fig. 5 
gezeigt ist, zwischen dem ersten Durchfuhrungsleiter 46 und dem zweiten Durchfuhrungsleiter 47 bei sowohl dem Auf- 20 
lade- als auch dem Entladezustand zueinander umgekehrt werden. Folglich wird der ESL-Wert durch den Ausgleichef- 
fekt der magnetischen Felder, der durch die StromfluBrichtungen, wie es im vorhergehenden beschrieben wurde, bewirkt 
wird, sehr reduziert. 

Fig. 6 ist eine Zeichnung, die der Fig. 4 entspricht, und zeigt eine MPU 61a, bei der der laminierte Kondensator 41a ei- 
nen Entkopplungskondcnsator definicrt. Den Elementen in Fig. 6, die denjenigen, die in Fig. 4 gezeigt sind, entsprechen, 25 
wurden die gleichen Bezugszeichen gegeben, wobei wiederholte Erklarungen derselben weggelassen werden. 

In Fig. 6 sind die masseseitigen Verdrahtungsleiter, wie z. B. die Massedurchkontaktierungslocher 75 und 76, die mit 
der Masseelektrode 69 verbunden sein sollen, der AnschluB 77, die zweiten auBeren AnschluBelektroden 51a und 51b 
und der zweite Durchfuhrungsleiter 47 im wesentlichen die gleichen wie diejenigen, die in Fig. 4 gezeigt sind. 

Der Durchkontaktierungslochleiter 73 an der heiBen Seite fur die Leistungsquelle und der heiBseitige leitfahige An- 30 
schluBbereich 74 sind andererseits als die Leiter, die mit der Elektrode 68 an der heiBen Seite fur die Leistungsquelle ver- 
bunden sein sollen, weggelassen worden. Stattdessen ist die erste auBere AnschluBelektrode 49a an der Seite der Haupt- 
oberflache 50 des laminierten Kondensators 41a mit dem heiBseitigen leitfahigen AnschluBbereich auf der Hauptplatine 
67 verbunden. 

GemaB diesem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel definieren sowohl die Durchfuhrungsleiter 46 als auch 47, die bei 35 
dem laminierten Kondensator 41a vorgesehen sind, die Verdrahtungsleiter an der heiBen Seite fur die Leistungsquelle 
zum Zufiihren einer Elektrizitat zu dem MPU-Chip 64 und definieren die masseseitigen Verdrahtungsleiter. 

Folglich sind die Langen von sowohl den heiBseitigen Leitungen als auch den masseseitigen Leitungen sehr verkiirzt, 
um folglich zusatzlich zu dem Vereinfachen der Verdrahtung bei der Verdrahtungsplatine 62a Induktivitatskomponenten 
und Impedanzkomponenten sehr zu reduzieren. 40 

Der Speicher, der dem Speicher 4, der in Fig. 8 gezeigt ist, entspricht, ist in Fig. 6 ebenfalls weggelassen worden. 

Fig. 7 zeigt eine MPU 61b gemaB einem weiteren bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Fig. 
4 ist eine Zeichnung, die der Fig. 6 entspricht. Den Elementen in Fig. 7, die denjenigen, die in Fig. 4 oder 6 gezeigt sind, 
entsprechen, wurden die gleichen Bezugszeichen gegeben, wobei wiederholte Erklarungen derselben weggelassen wer- 
den. 45 

Eine Mehrzahl von Anschlussen 72, die an dem MPU-Chip 64 vorgesehen sind, sind vorzugsweise mit im wesentli- 
chen demselben Ab stand wie demjenigen der Anordnung der ersten und zweiten auBeren AnschluBelektroden 49a und 
51a des laminierten Kondensators 41b angeordnet. Die erste auBere AnschluBelektrode 49a ist mit dem AnschluB 72 des 
MPU-Chips 64 durch das Durchkontaktierungsloch 68 an der heiBen Seite fur die Leistungsquelle elektrisch verbunden, 
wobei die zweite auBere AnschluBelektrode 51a mit dem AnschluB 77 des MPU-Chips 64 durch das Massedurchkontak- 50 
tierungsloch 69 elektrisch verbunden ist. 

GemaB dem im vorhergehenden beschriebenen bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel werden die heiBseitige Elektrode 68 
fur die Leistungsquelle und die Masseelektrode 69, die in Fig. 4 oder Fig. 6 gezeigt ist, und die elektrischen Verbindun- 
gen, die die Durchkontaktierungslochleiter verwenden, durch diese Elektroden bei der Verdrahtungsplatine 62b nicht er- 
forderlich. Folglich werden die Langen heiBseitigen Leitungen und masseseitigen Leitungen sehr reduziert, um zu er- 55 
moglichen, daB die Induktivitatskomponenten und Impedanzkomponenten, die durch die Leitungslangen bewirkt wer- 
den, zusatzlich zu dem Vereinfachen der Verdrahtung innerhalb der Verdrahtungsplatine 62b sehr reduziert werden. 

GemaB dem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel, das in Fig. 7 gezeigt ist, konnen die Richtungen des elektrischen 
Stromflusses in dem Querschnitt, der in Fig. 7 gezeigt ist, bei dem laminierten Kondensator 41b nicht nur zwischen dem 
ersten Durchfuhrungsleiter 46 und dem zweiten Durchfuhrungsleiter 47 sondern ferner zwischen dem Durchkontaktie- 60 
rungslochleiter 78 an der heiBen Seite fur die elektrische Quelle und dem Massedurchkontaktierungslochleiter 79 zuein- 
ander umgekehrt werden. Folglich gleichen sich magnetische Felder wirksam aus, um zu ermoglichen, daB der ESL-Wert 
sehr reduziert wird. 

Eine Darstellung eines Speichers, der dem Speicher, der in Fig. 8 gezeigt ist, entspricht, ist in Fig. 7 ebenfalls wegge- 
lassen worden. 65 

Die zweiten Durchfuhrungsleiter 47 und die ersten Durchfuhrungsleiter 46 weisen vorzugsweise groBere Querschnitt- 
flachen auf, um eine ausreichende Stromfuhmngskapazitat sicherzustellen, wobei die zweiten Durchfuhrungsleiter 47 
mit den zweiten auBeren AnschluBelektroden 51a und 51b, die auf sowohl der ersten Hauptoberflache 48 als auch der 
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zweiten Hauptoberflache 50 bei dem laminierten Kondensator 41, 41a oder 41b elektrisch verbunden sind, oder die er- 
sten Durchfiihrungsleiter 46 mit den ersten auBeren AnschluBelektroden 49a und 49b elektrisch verbunden sind, wenn 
die ersten auBeren AnschluBelektroden 49a und 49b auf sowohl der ersten Hauptoberflache 48 als auch der zweiten 
Hauptoberflache 50 positioniert sind, wie es bei dem laminierten Kondensator 41a oder 41b gezeigt ist. 
5 Zum Bestimmen des bevorzugten Bereichs der Querschnittflache wurden die ESL-Werte und die Stromfiihrungskapa- 
zitat beziiglich des laminierten Kondensators 41, der in Fig. 1 bis 3 gezeigt ist, bestimmt, wahrend die Durchmesser und 
Querschnittsflachen der ersten und zweiten Durchfiihrungsleiter 46 und 47 variierend verandert wurden. 

Als die Proben fur das Experiment wurden die laminierten Kondensatoren 41 mit den inneren Elektroden 44 und 45 
mit Abmessungen von etwa 2,5 mm x 2,5 mm und den Durchfiihrungsleitern 46 und 47 mit einem Anordnungsabstand 
1 o von etwa 0,5 mm vorbereitet, wobei insgesamt 1 6 Durchfiihrungsleiter 46 und 47 in einem 4-x-4-Matrixarray angeordnet 
wurden. 

Unter Verwendung der im vorhergehenden beschriebenen Proben wurden der Durchmesser und der Querschnitt der er- 
sten und zweiten Durchfiihrungsleiter 46 und 47 verandert, wie es im folgenden in Tabelle 1 gezeigt ist, wobei die ESL- 
Werte und die Stromfiihrungskapazitat bzw. die Strombelastbarkeit fiir die je weiligen Proben gemessen wurden. 

15 

TABELLE 1 



20 


Durchmesser 


Querschnitt 


ESL (pH) 


Stromf uhrungs- 


(jum) 


(nun 2 ) 




kapazitSt (A) 


25 


30 


7,1 x 10 -4 


57,4 


7,3 


50 


2,0 x 10 -3 


37,2 


12,4 




100 


7,9 x 10 -3 


22,6 


24,4 


30 


150 


1,8 x 10 -2 


16,8 


36,7 



Die ESL-Werte, die in Tabelle 1 gezeigt sind, wurden durch ein Resonanzverfahren bestimmt. Bei dem Resonanzver- 
fahren kann der ESL- Wert durch die Gleichung von ESL = l/[(27lfo) X C] berechnet werden, nachdem die Frequenzcha- 
rakteristika der Impedanz des laminierten Kondensators als der Probe bestimmt werden, wobei f 0 die Frequenz an dem 
35 Minimalpunkt (dem Reihenresonanzpunkt zwischen der Kapazitatskomponente C und ESL eines Kondensators) be- 
zeichnet. 

Die Stromfiihrungskapazitat wird durch einen elektrischen Strom dargestellt, der erforderlich ist, um zu ermoglichen, 
daB die Temperatur des laminierten Kondensators 41 um 25 °C zunimmt, wenn ein Wechselstrom von 1 kHz durch den 
laminierten Kondensator 41 als die Probe flieBt, die bei dem Experiment verwendet wird. 

40 Tabelle 1 zeigt, daB der ESL- Wert abnimmt, wenn die Querschnittsflachen der Durchfiihrungsleiter 46 und 47 groBer 
werden, und zwar sogar dann, wenn der Anordnungsabstand der Durchfiihrungsleiter 46 und 47 konstant bleibt. Es wird 
darauf hingewiesen, daB, wahrend die verbrauchte Elektrizitat dazu tendiert, mit den neulichen Entwicklungen von 
Hochgeschwindigkeits-MPUs zuzunehmen, ein ausreichendes MaB an Stromfiihrungskapazitat sichergestellt wird, in- 
dcm die Querschnittsflachen der Durchfiihrungsleiter 46 und 47 crhoht werden. 

45 Die Ergebnisse, die in Tabelle 1 gezeigt sind, zeigen, daB die Durchfiihrungsleiter 46 und 47, insbesondere die zweiten 
Durchfiihrungsleiter 47, die verlaufen, um die erste und zweite Hauptoberflache 48 und 50 zu erreichen, vorzugsweise 
eine Querschnittsflache von etwa 2 x 10~ 3 mm 2 oder mehr, insbesondere vorzugsweise eine Querschnittsflache von etwa 
7 X 10" 3 mm 2 oder mehr und dariiber hinaus bevorzugt eine Querschnittsflache von etwa 1,5 X 10~ 2 mm 2 oder mehr auf- 
weisen. 

50 GemaB dem laminierten Kondensator der bevorzugten Ausfiihrungsbeispiele der vorliegenden Erfindung, wie er im 
vorhergehenden beschrieben wurde, sind die jeweiligen ersten und zweiten inneren Elektroden, die einander gegeniiber- 
liegen, durch die mehreren ersten und zweiten Durchfiihrungsleiter verbunden, wobei auf der Oberfl ache des Kondensa- 
torkorpers mehrere erste auBere AnschluBelektroden, die jeweiligen ersten Durchfiihrungsleitern entsprechen, vorgese- 
hen sind, wahrend die jeweiligen Elektroden mit den mehreren ersten Durchfiihrungsleitern elektrisch verbunden sind, 

55 wobei mehrere zweite auBere AnschluBelektroden, die jeweiligen zweiten Durchfiihrungsleitern entsprechen, vorgese- 
hen sind, wahrend die jeweiligen Elektroden mit den mehreren zweiten Durchfiihrungsleitern elektrisch verbunden sind, 
wodurch ermoglicht wird, daB der laminierte Kondensator einen sehr niedrigen ESL-Wert aufweist. Da zusatzlich die er- 
sten auBeren AnschluBelektroden zumindest auf der ersten Hauptoberflache vorgesehen sind, und die zweiten auBeren 
AnschluBelektroden auf sowohl der ersten Hauptoberflache als auch der zweiten Hauptoberflache vorgesehen sind, er- 

60 zielt der laminierte Kondensator, der auf der Verdrahtungsplatine angebracht wird, die folgenden Vorteile. 

Obwohl die jeweiligen ersten und zweiten auBeren AnschluBelektroden mit den Verdrahtungsleitern an der Verdrah- 
tungsplatinenseite elektrisch verbunden sind, wenn mit dem laminierten Kondensator bestiickt wird, indem seine erste 
Hauptoberflache zu der Verdrahtungsplatinenseite gerichtet ist, konnen die zweiten auBeren AnschluBelektroden auf der 
zweiten Hauptoberflache zu dem AuBeren der Baugruppe gerichtet sein. Wenn dementsprechend die Hauptplatine mit 

65 der Verdrahtungsplatine, an der der laminierte Kondensator angebracht ist, bestiickt wird, wahrend die zweite Haupt- 
oberflache des Kondensatorkorpers beispielsweise zu der Hauptplatinenseite gerichtet ist, konnen die zweiten auBeren 
AnschluBelektroden auf der zweiten Hauptoberflache direkt mit den masseseitigen leitfahigen AnschluBbereichen auf 
der Hauptplatine verbunden werden. Folglich ist die Lange der Leitungen an der Masseseite, die auf den laminierten 
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Kondensator und die Verdrahtungsplatine bezogen sind, sehr verringert, um zu verhindern, daB die Induktivitatskompo- 
nenten und Impedanzkomponenten erhoht werden. Als ein Ergebnis ist der laminierte Kondensator zusatzlich zu dem 
Verhindern, daB die Wirkung des Verringerns des ESL-Werts des laminierten Kondensators beeintrachtigt bzw. aufgeho- 
ben wird, sehr wirksam bei Hochfrequenzoperationen. Es wird ferner die Verdrahtung innerhalb der Verdrahtungsplatine 
vereinfacht, da keine Verdrahtungsleiter zum Erden des laminierten Kondensators innerhalb der Verdrahtungsplatine er- 5 
forderlich sind. 

Bei dem laminierten Kondensator gemaB bevorzugten Ausfiihrungsbeispielen der vorliegenden Erfindung konnen die 
heiBseitigen Leitungen ebenfalls verkiirzt werden, wenn die ersten auBeren AnschluBelektroden auf sowohl der ersten 
Hauptoberflache als auch der zweiten Hauptoberflache positioniert sind, was es ermoglicht, die im vorhergehenden, er- 
wahnten Vorteile sogar noch weiter zu verbessern. 10 

Der laminierte Kondensator gemaB bevorzugten Ausfiihrungsbeispielen der vorliegenden Erfindung, wie er im vor- 
hergehenden beschrieben wurde, kann vorteilhafterweise einen Uberbriickungskondensator oder einen Entkopplungs- 
kondensator, der bei einer Hochfrequenzschaltung betrieben wird, definieren. Wahrend der Entkopplungskondensator, 
der in Kombination mit dem MPU-Chip, der bei der MPU vorgesehen ist, verwendet werden soli, eine Funktion als eine 
schnelle Leistungsversorgung aufweisen muB, ist der laminierte Kondensator gemaB bevorzugten Ausfuhrungsbeispie- 15 
len der vorliegenden Erfindung sehr wirksam bei einem Hochgeschwindigkeitsbetrieb, wenn derselbe fiir solche Ent- 
kopplungskondensatoren verwendet wird, da der laminierte Kondensator von sich aus einen sehr niedrigen ESL-Wert 
aufwcist, der ermoglicht, daB derselbe auf der Verdrahtungsplatine angcbracht werden kann, ohnc cine crhcblichc Induk- 
tivitatskomponente zu erzeugen. 

Derselbe Vorteil, wie er im vorhergehenden beschrieben wurde, kann bei der Verdrahtungsverbindungsstruktur des 20 
Entkopplungskondensators erwartet werden, der mit der Leistungsversorgungsschaltung fur den MPU-Chip, der in der 
Mikroverarbeitungseinheit umfaBt ist, verbunden sein soli, wenn der Entkopplungskondensator einen Kondensatorkor- 
per mit der ersten und zweiten Hauptoberflache, die einander gegenuberliegen, aufweist, wenn Durchfiihrungsleiter, die 
von der ersten zu der zweiten Hauptoberflache verlaufen, innerhalb des Kondensatorkorpers vorgesehen sind, und wenn 
die Lcistungsvcrsorgungslcitungcn und/odcr Signallcitungcn, die mit dem MPU-Chip verbunden sein sollcn, ubcr die 25 
Durchfiihrungsleiter zu der Hauptplatine geerdet sind. 

Wenn der laminierte Kondensator gemaB bevorzugten Ausfiihrungsbeispielen der vorliegenden Erfindung fiir den Ent- 
kopplungskondensator, der mit der Leistungsversorgungsschaltung fiir den MPU-Chip, der bei der MPU vorgesehen ist, 
verbunden sein soil, verwendet wird, wird mit dem laminierten Kondensator bestiickt, indem seine erste Hauptoberflache 
zu der Verdrahtungsplatinenseite gerichtet wird, auf der der MPU-Chip angebracht ist, wahrend seine zweite Hauptober- 30 
flache zu dem AuBeren der Baugruppe gerichtet wird. Die Hauptplatine kann jedoch mit dem laminierten Kondensator 
mit einer hohen Effizienz und Sicherheit kompakt bestiickt werden, vorausgesetzt, daB der MPU-Chip auf der ersten Sub- 
stratoberflache der Verdrahtungsplatine angebracht wird, ein Hohlraum an der Verdrahtungsplatine vorgesehen ist, in- 
dem die Offnung desselben entlang der zweiten Substratoberflache positioniert ist, die sich in einer gegeniiberliegenden 
Beziehung zu der ersten Substratseite befindet, der laminierte Kondensator in dem Hohlraum untergebracht ist, wahrend 35 
ermoglicht wird, daB die zweite Hauptoberflache des laminierten Kondensators zu der Offnung des Hohlraums gerichtet 
ist, und die zweite Hauptoberflache auf demselben Niveau wie die zweite Substratseite der Verdrahtungsplatine positio- 
niert ist. 

Der ESL-Wert des laminierten Kondensators kann bei dem laminierten Kondensator gemaB bevorzugten Ausfiih- 
rungsbeispielen der vorliegenden Erfindung weiter reduziert werden, wenn die Durchfiihrungsleiter, die mit den auBeren 40 
AnschluBelektroden, die auf sowohl der ersten Hauptoberflache als auch der zweiten Hauptoberflache positioniert sind, 
verbunden sein sollen, vorzugsweise Querschnittsflachen von etwa 2 X 10~ 3 mm 2 oder mehr, insbesondere vorzugsweise 
Querschnittsflachen von etwa 7 X 10 mm oder mehr und dariiber hinaus vorzugsweise Querschnittsflachen von etwa 
1,5 X 10 mm oder mehr aufweisen. Wahrend bei den nculich cntwickcltcn MPUs cine groBcrc Elcktrizitat crfordcrlich 
ist, wird die Anforderung nach einer Zunahme des elektrischen Strompegels durch Verringern der Betriebsspannung von 45 
dem laminierten Kondensator gemaB bevorzugter Ausfiihrungsbeispiele der vorliegenden Erfindung mehr als erfullt, da 
die Stromfuhrungskapazitat der Durchfiihrungsleiter durch Ausdehnen der Querschnittsflache der Durchfiihrungsleiter, 
wie es bis jetzt beschrieben wurde, erhoht ist. 

Wenn Lotmittelhocker auf den ersten und zweiten auBeren AnschluBelektroden bei dem laminierten Kondensator ge- 
maB bevorzugten Ausfiihrungsbeispielen der vorliegenden Erfindung vorgesehen sind, wird eine hoch integrierte Be- 50 
stiickung ermoglicht, wahrend unterdriickt wird, daB eine parasitare Induktivitat erzeugt wird. 

Patentanspriiche 

1. Laminierter Kondensator mit folgenden Merkmalen: 55 
einem Kondensatorkorper (43) mit einer ersten und einer zweiten Hauptoberflache (48, 50), einem laminierten Sta- 
pel einer Mehrzahl von di elektrischen Schichten (42) und zumindest einem Paar einer ersten und einer zweiten in- 
neren Elektrode (44, 45), die sich gegenuberliegen, wobei zumindest eine der dielektrischen Schichten (42) zwi- 
schen denselben angeordnet ist; 

einer Mehrzahl von ersten Durchfiihrungsleitern (46), die zumindest eine der dielektrischen Schichten (42) durch- 60 
dringen, die innerhalb des Kondensatorkorpers (43) vorgesehen sind, wobei die ersten Durchfiihrungsleiter (46) von 
den zweiten inneren Elektroden (45) elektrisch isoliert und mit den ersten inneren Elektroden (44) elektrisch ver- 
bunden sind; und 

einer Mehrzahl von zweiten Durchfiihrungsleitern (47), die den Kondensatorkorper (43) durchdringen und inner- 
halb des Kondensatorkorpers (43) vorgesehen sind, wobei die zweiten Durchfiihrungsleiter (47) von den ersten in- 65 
neren Elektroden (44) elektrisch isoliert und mit den zweiten inneren Elektroden (45) elektrisch verbunden sind, 
wobei die ersten und zweiten Durchfiihrungsleiter (46, 47) angeordnet sind, damit sich die magnetischen Felder, die 
durch den elektrischen Strom, der durch die inneren Elektroden (44, 45) flieBt, induziert werden, ausgleichen; 
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einer Mehrzahl von ersten auBeren AnschluBelektroden (49; 49a, 49b), die angeordnet sind, um den jeweiligen er- 
sten Durchfiihrungsleitern (46) zu entsprechen, und die mit jeweiligen der ersten Durchfiihrungsleiter (46) elek- 
trisch verbunden sind; und 

einer Mehrzahl von zweiten auBeren AnschluBelektroden (51a, 51b), die angeordnet sind, um jeweiligen der zwei- 
5 ten Durchfiihrungsleiter (47) zu entsprechen, und die rnit jeweiligen der zweiten Durchfiihrungsleiter (47) elektrisch 

verbunden sind; wobei 

die ersten auBeren AnschluBelektroden (49; 49a, 49b) zumindest auf der ersten Hauptoberflache (48) des Konden- 
satorkorpers (43) positioniert sind und sich im wesentlichen parallel zu den inneren Elektroden (44, 45) erstrecken, 
und die zweiten auBeren AnschluBelektroden (51a, 51b) sowohl auf der ersten Hauptoberflache (48) als auch in ei- 
10 ner gegeniiberliegenden Beziehung zu der ersten Hauptoberflache (48) auf der zweiten Hauptoberflache (50) posi- 

tioniert sind. 

2. Laminierter Kondensator gemaB Anspruch 1, bei dem zumindest einer der zweiten Durchfiihrungsleiter (47) 
eine Querschnittsflache von zumindest etwa 2 X 10~ 3 mm 2 aufweist. 

3. Laminierter Kondensator gemaB Anspruch 1, bei dem zumindest einer der zweiten Durchfiihrungsleiter (47) 
15 eine Querschnittsflache von zumindest etwa 7 X 10~ 3 mm 2 aufweist. 

4. Laminierter Kondensator gemaB Anspruch 1, bei dem zumindest einer der zweiten Durchfiihrungsleiter (47) 
eine Querschnittsflache von zumindest etwa 1,5 X 10~~ mm aufweist. 

5. Laminierter Kondensator gemaB cincm der Anspriichc 1 bis 4, bei dem die ersten auBeren AnschluBelektroden 
(49a, 49b) sowohl auf der ersten Hauptoberflache (48) als auch auf der zweiten Hauptoberflache (50) des Konden- 

20 satorkorpers (43) angeordnet sind. 

6. Laminierter Kondensator gemaB Anspruch 5, bei dem zumindest einer der ersten Durchfiihrungsleiter (46) eine 
Querschnittsflache von zumindest etwa 2 X 10~ 3 mm 2 aufweist. 

7. Laminierter Kondensator gemaB Anspruch 5, bei dem zumindest einer der ersten Durchfiihrungsleiter (46) eine 
Querschnittsflache von zumindest etwa 7 X 10~ 3 mm 2 aufweist. 

25 8. Laminierter Kondensator gemaB Anspruch 5, bei dem zumindest einer der ersten Durchfiihrungsleiter (46) cine 

Querschnittsflache von zumindest etwa 1,5 X 10" 2 mm 2 aufweist. 

9. Laminierter Kondensator gemaB einem der Anspriiche 1 bis 8, bei dem auf den ersten und zweiten auBeren An- 
schluBelektroden (49, 51a, 51b; 49a, 49b) Lotmittelhocker (54, 55) vorgesehen sind. 

10. Laminierter Kondensator gemaB einem der Anspriiche 1 bis 9, wobei der laminierte Kondensator einen Ent- 
30 kopplungskondensator definiert. 

11. Verdrahtungsverbindungsstruktur eines Entkopplungskondensators (41), der mit einer Leistungsversorgungs- 
schaltung fur einen MPU-Chip (64), der bei einer Mikroverarbeitungseinheit (61) vorgesehen ist, verbunden sein 
soil, wobei der Entkopplungskondensator folgende Merkmale aufweist: 

einen Kondensatorkorper (43) mit einer ersten und einer zweiten Hauptoberflache (48, 50), die einander gegenuber 
35 liegen; 

Durchfiihrungsleiter (46, 47), die innerhalb des Konden satorkorpers (43) angeordnet sind und angeordnet sind, um 
von der ersten Hauptoberflache (48) zu der zweiten Hauptoberflache (50) zu verlaufen; und 

wobei zumindest eine von Leistungsversorgungsleitungen (68, 69) und Signalleitungen, die mit dem MPU-Chip 
(64) verbunden sind, iiber die Durchfiihrungsleiter (46, 47) zu einer Hauptplatine (67) geerdet sind. 
40 12. Verdrahtungsverbindungsstruktur eines Entkopplungskondensators gemaB Anspruch 11, bei der der Entkopp- 

lungskondensator (41) folgende Merkmale aufweist: 

einen Kondensatorkorper (43) mit einer ersten und einer zweiten Hauptoberflache (48, 50), einem laminierten Sta- 
pel einer Mehrzahl von dielektrischen Schichten (42) und zumindest einem Paar einer ersten und einer zweiten in- 
neren Elcktrodc (44, 45), die sich gcgcniibcrlicgcn, wobei zumindest cine der dielektrischen Schichten (42) zwi- 
45 schen denselben angeordnet ist; 

eine Mehrzahl von ersten Durchfiihrungsleitern (46), die zumindest eine der dielektrischen Schichten (42) durch- 
dringen, die innerhalb des Kondensatorkorpers (43) vorgesehen sind, wobei die ersten Durchfiihrungsleiter (46) von 
den zweiten inneren Elektroden (45) elektrisch isoliert und mit den ersten inneren Elektroden (44) elektrisch ver- 
bunden sind; und 

50 eine Mehrzahl von zweiten Durchfiihrungsleitern (47), die den Kondensatorkorper (43) durchdringen und innerhalb 

des Kondensatorkorpers (43) vorgesehen sind, wobei die zweiten Durchfiihrungsleiter (47) von den ersten inneren 
Elektroden (44) elektrisch isoliert und mit den zweiten inneren Elektroden (45) elektrisch verbunden sind, wobei 
die ersten und zweiten Durchfiihrungsleiter (46, 47) angeordnet sind, damit sich die magnetischen Felder, die durch 
den elektrischen Strom, der durch die inneren Elektroden (44, 45) flieBt, induziert werden, ausgleichen; 

55 eine Mehrzahl von ersten auBeren AnschluBelektroden (49; 49a, 49b), die angeordnet sind, um den jeweiligen er- 

sten Durchfiihrungsleitern (46) zu entsprechen, und die mit jeweiligen der ersten Durchfiihrungsleiter (46) elek- 
trisch verbunden sind; und 

eine Mehrzahl von zweiten auBeren AnschluBelektroden (51a, 51b), die angeordnet sind, um jeweiligen der zweiten 
Durchfiihrungsleiter (47) zu entsprechen, und die mit jeweiligen der zweiten Durchfiihrungsleiter (47) elektrisch 

60 verbunden sind; wobei 

die ersten auBeren AnschluBelektroden (49; 49a, 49b) zumindest auf der ersten Hauptoberflache (48) des Konden- 
satorkorpers (43) positioniert sind und sich im wesentlichen parallel zu den inneren Elektroden (44, 45) erstrecken, 
und die zweiten auBeren AnschluBelektroden (51a, 51b) sowohl auf der ersten Hauptoberflache (48) als auch in ei- 
ner gegeniiberliegenden Beziehung zu der ersten Hauptoberflache (48) auf der zweiten Hauptoberflache (50) posi- 

65 tioniert sind. 

13. Verdrahtungsverbindungsstruktur eines Entkopplungskondensators (41) gemaB Anspruch 12, bei der zumin- 
dest einer der zweiten Durchfiihrungsleiter (47) eine Querschnittsflache von zumindest etwa 2 X 10 -3 mm 2 aufweist. 

14. Verdrahtungsverbindungsstruktur eines Entkopplungskondensators (41) gemaB Anspruch 12, bei der zumin- 
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dest. einer der zweiten Durchfuhrungsleiter (47) eine Querschnittsflache von zumindest etwa 7 X 10 mm aufweist. 

15. Verdrahtungsverbindungsstruktur eines Entkopplungskondensators (41) gemaB Anspruch 12, bei der zumin- 
dest einer der zweiten Durchfuhrungsleiter (47) eine Querschnittsflache von zumindest etwa 1,5 X 10~ 2 mm 2 auf- 
weist. 

16. Verdrahtungsverbindungsstruktur eines Entkopplungskondensators (41) gemaB einem der Anspriiche 12 bis 15, 5 
bei der die ersten auBeren AnschluBelektroden (49a, 49b) sowohl auf der ersten Hauptoberfl ache (48) als auch der 
zweiten Hauptoberfl ache (50) des Kondensatorkorpers (43) angeordnet sind. 

17. Verdrahtungsverbindungsstruktur eines Entkopplungskondensators (41) gemaB Anspruch 16, bei der zumin- 
dest einer der ersten Durchfuhrungsleiter (46) eine Querschnittsflache von zumindest etwa 2 x 10" 3 mm 2 aufweist. 

18. Verdrahtungsverbindungsstruktur eines Entkopplungskondensators (41) gemaR Anspruch 16, bei der zumin- 10 
dest einer der ersten Durchfuhrungsleiter (46) eine Querschnittsflache von zumindest etwa 7 X 10~ 3 mm 2 aufweist. 

19. Verdrahtungsverbindungsstruktur eines Entkopplungskondensators (41) gemaB Anspruch 16, bei der zumin- 
dest einer der ersten Durchfuhrungsleiter (46) eine Querschnittsflache von zumindest etwa 1,5 X 10~ 2 mm 2 aufweist. 

20. Verdrahtungsverbindungsstruktur eines Entkopplungskondensators (41) gemaB einem der Anspriiche 12 bis 19, 

bei der auf den ersten und zweiten auBeren AnschluBelektroden (49, 51a, 51b; 49a, 49b) Lotmittelhocker (54, 55) 15 
vorgesehen sind. 

21 . Verdrahtungsverbindungsstruktur eines Entkopplungskondensators (41) gemaB Anspruch 11, bei der eine heiBe 
Scitc der Lcistungsvcrsorgungsschaltung mit der ersten auBeren AnschluBclcktrodc (49) verbunden ist. 

22. Verdrahtungsplatinenbaugruppenvorrichtung mit foigenden Merkmalen: 

einer Verdrahtungsplatine (67); 20 
einem MPU-Chip (64) einer Mikroverarbeitungseinheit (61), die auf der Verdrahtungsplatine (67) angebracht ist; 
Verdrahtungsleitern an einer heiBen Seite desselben fiir eine Leistungsquelle, die angeordnet sind, urn dem MPU- 
Chip (64) Elektrizitat zuzufiihren, und masseseitigen Verdrahtungsleitern; und 

einem laminierten Kondensator (41) mit einer ersten und einer zweiten Hauptoberfl ache, wobei der laminierte Kon- 
dcnsator folgcndc Mcrkmalc aufweist: 25 
einen Kondensatorkorper (43) mit einer ersten und einer zweiten Hauptoberflache (48, 50), einem laminierten Sta- 
pel einer Mehrzahl von dielektrischen Schichten (42) und zumindest einem Paar einer ersten und einer zweiten in- 
neren Elektrode (44, 45), die sich gegeniiberliegen, wobei zumindest eine der dielektrischen Schichten (42) zwi- 
schen denselben angeordnet ist; 

eine Mehrzahl von ersten Durchfuhrungsleitern (46), die zumindest eine der dielektrischen Schichten (42) durch- 30 
dringen, die innerhalb des Kondensatorkorpers (43) vorgesehen sind, wobei die ersten Durchfuhrungsleiter (46) von 
den zweiten inneren Elektroden (45) elektrisch isoliert und mit den ersten inneren Elektroden (44) elektrisch ver- 
bunden sind; und 

eine Mehrzahl von zweiten Durchfuhrungsleitern (47), die den Kondensatorkorper (43) durchdringen und innerhalb 
des Kondensatorkorpers (43) vorgesehen sind, wobei die zweiten Durchfuhrungsleiter (47) von den ersten inneren 35 
Elektroden (44) elektrisch isoliert und mit den zweiten inneren Elektroden (45) elektrisch verbunden sind, wobei 
die ersten und zweiten Durchfuhrungsleiter (46, 47) angeordnet sind, damit sich die magnetischen Felder, die durch 
den elektrischen Strom, der durch die inneren Elektroden (44, 45) flieBt, induziert werden, ausgleichen; 
eine Mehrzahl von ersten auBeren AnschluBelektroden (49; 49a, 49b), die angeordnet sind, um den jeweiligen er- 
sten Durchfuhrungsleitern (46) zu entsprechen, und die mit jeweiligen der ersten Durchfuhrungsleiter (46) elek- 40 
trisch verbunden sind; und 

eine Mehrzahl von zweiten auBeren AnschluBelektroden (51a, 51b), die angeordnet sind, um jeweiligen der zweiten 
Durchfuhrungsleiter (47) zu entsprechen, und die mit jeweiligen der zweiten Durchfuhrungsleiter (47) elektrisch 
verbunden sind; wobei 

die ersten auBeren AnschluBelektroden (49; 49a, 49b) zumindest auf der ersten Hauptoberflache (48) des Konden- 45 
satorkorpers (43) positioniert sind und sich im wesentlichen parallel zu den inneren Elektroden (44, 45) erstrecken, 
und die zweiten auBeren AnschluBelektroden (51a, 51b) sowohl auf der ersten Hauptoberflache (48) als auch in ei- 
ner gegenuberliegenden Beziehung zu der ersten Hauptoberflache (48) auf der zweiten Hauptoberflache (50) posi- 
tioniert sind, 

wobei der laminierte Kondensator auf der Verdrahtungsplatine (63) derart angeordnet ist, daB die erste Hauptober- 50 
flache (48) zu der Verdrahtungsplatinenseiten und die zweite Hauptoberflache (50) zu dem AuBeren der Baugruppe 
gerichtet ist, die ersten auBeren AnschluBelektroden an der ersten Hauptoberflachenseite mit den Verdrahtungslei- 
tern an der heiBen Seite fiir die Leistungsquelle elektrisch verbunden sind, und die zweiten auBeren AnschluBelek- 
troden an der ersten Hauptoberflachenseite mit den masseseitigen Verdrahtungsleitern elektrisch verbunden sind. 

23. Verdrahtungsplatinenbaugruppenvorrichtung gemaB Anspruch 22, bei der der MPU-Chip (64) auf der ersten 55 
Substratoberflache (63) der Verdrahtungsplatine (62) angebracht ist, ein Hohlraum (66) mit einer Offnung entlang 

der zweiten Substratoberflache (65), die der ersten Substratoberflache (63) gegeniiber liegt, vorgesehen ist, und die 
zweite Hauptoberflache (50) zu der Offnungsseite des Hohlraums (66) gerichtet ist, wobei sich die zweite Haupt- 
oberflache (50) auf demselben Niveau wie die zweite Substratoberflache (65) befindet. 

24. Verdrahtungsplatine gemaB Anspruch 22 oder 23, bei der der MPU-Chip (64) eine Mehrzahl von Anschliissen 60 
(72, 77) aufweist, die angeordnet sind, um im wesentlichen den gleichen Abstand wie den Abstand der Anordnung 

der ersten und zweiten auBeren AnschluBelektroden (49a, 49b) des laminierten Kondensators (41b) aufzuweisen. 
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